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摘要 

台灣 IC設計公司因價格及市場因素，已逐漸提高對大陸的封裝及測試廠商之釋單量。

因電子產品生命週期越來越短，IC 設計公司的競爭力勢必從縮短 IC 設計週期及提高第一

次設計成功率而來。首先，依據新產品開發的各階段展開對應跟供應商的價值鏈活動探討

中，了解 IC 設計公司對封裝、測試廠上下游營運之關鍵要素；亦是評選供應商的重要因

素。透過業界專家的問卷調查及用模糊 DEMATEL 的研究方法，找出最適合 IC 設計業評

選大陸封裝、測試廠的重要標準及各標準的直接／間接關係。此研究結果希冀可供 IC 設

計廠商未來評選供應商一有用參考。 

關鍵字：半導體、IC 設計、評選、供應商、模糊層級分析法、FDEMATEL 

Abstract 

Taiwanese IC design house has increased the order amounts to assembly house and testing 

house in China recently because of the price and the market. The life cycle of electronic 

products are getting shorter and shorter. As a result, to reduce the cycle of IC design and to 

increase success of the first design become the priority in IC design house competition. Firstly, 

the investigation into the process of new product development to the industry value chain of 

supplier. Next, learning about the essence how IC design house manage packaging house and 

testing house, which is an important element of choosing supplier. This study use Fuzzy 

DEMATEL of way to find the most important criteria for IC design house evaluate China’s 

assembly house and testing house and each criterion direct/indirect relationship. This study also 

hopes for the future of IC design house a useful reference for supplier selection. 
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壹、前言 

    據 IEK在2014的研究報告顯示台灣 IC設計公司在2014年產值貢獻近六千億新台幣，

佔台灣總體 IC 產業四分之一。全球市占率約兩成，僅次美國的六成，高於大陸的一成，

排名第二。而近年來中國大陸在政府的政策補助上不遺餘力，不僅租稅減免、重要生產設

備補助及募集基金還開啟了併購浪潮，讓中國大陸的半導體產業在技術上及成本上占有相

當的優勢。在 Cheng et al. （2012）提到隨著半導體製程越來越精密，IC 新產品開發第一

次成功率卻越來越低，重工設計所需花費的成本也越來越高，IC 設計公司需要縮短新產

品開發週期及提高 IC 新品開發第一次成功率，方能提升公司的競爭優勢。在那提到了工

程鏈的作業方案圖，說明了整個半導體供應鏈上的廠商都需扮演著重要的關鍵角色，需要

互相合作共同開發，才能提升整個供應鏈的競爭力。Kahraman et al.（2003）應用模糊層

級分析法（Fuzzy Analytic Hierarchy Process，FAHP）來選擇最佳的供應商，決策者可以使

用語言變量在每個重要的評選準則上。Chan and Kumar（2007）使用 FAHP 來選擇供應商。

在這種方法中，三角模糊數和模糊綜合程度分析方法被用來呈現決策者比較判斷和決定最

終不同準則的優先順序。Chan et al.（2008）裡討論 FAHP，在目前商業模式裡的全球供應

商選擇，可以有效率的解決定性和定量的決策因子，三角模糊數是被用來轉換不同語言比

較的決策準則、次準則和現行配合供應商之績效。Sen et al.（2010）也是用 FAHP 來預審

供應商資格及預先選擇決策標準的權重。所以本研究的研究方法將以 FAHP 來做封裝測試

廠選擇及評選，找出供應商選擇的評選標準及權重，提供給台灣 IC 設計公司評選大陸封

測廠供應商時使用。Lin（2013）使用 Fuzzy DEMATEL 方法研究評選綠色供應鏈標準，

來確認各種影響因素之間的關鍵評選標準，Chang et al.（2011）也使用 Fuzzy DEMATEL

方法尋找在選擇供應鏈之供應商的影響因素，評估供應商的績效找到關鍵的標準，以提高

績效，在供應鏈管理選擇供應商上提供一種新的決策訊息的方法。 

貳、文獻探討 

一、 產業概況 

    在世界領導者的半導體公司外包策略，使得半導體製造後段加工的需求不斷的增加。

總之，在競爭激烈的全球市場，選擇最合適的 IC 封裝公司是相當重要的，半導體製造公

司需提供優質的產品和競爭力（Kang and Lee, 2010）。IC 供應商如果不能減短從 IC 設計

到 IC 產品量產的週期時間，將會失去他們的競爭力跟市場。在一般情況下，整個產品生

命週期包括產品的設計，新產品試產，驗證合可和產品量化。在過去幾十年的電子產業發

展，元件的生命週期以前所未有的速度縮短了。半導體行業已經建立了越來越多的知識，

在每個各別業務部分去改善週期時間和設計的成功率;另一方面，業界也形成各段之間的

邊界（Cheng et al., 2012）。IC 設計公司主要設計考慮效率、晶粒尺寸（晶圓製造的成本）、

設計時間（IC 設計和進度的成本）和測試能力（測試和進度的成本）。IC 設計包含權衡這

些因素去達成最佳化性能和經濟效益的結果。IC 設計包括電路設計，邏輯設計和晶體管
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級設計。IC 設計對 IC 加工有直接影響（Xiao, 2001）。半導體產業現在由獨立的 IC 設計

公司、晶圓代工製造、晶圓測試、IC 包裝及 IC 測試，測試集成電路的功能和性能。如果

晶圓測試公司無法區分良好的和有缺陷的晶片，好的集成電路可能會報廢，並造成金錢上

的損失。更糟糕的情況是，當晶圓測試公司無法檢測到缺陷晶片，然後錯誤地發包到外包

商封裝和最終出貨給客戶。出現這種情況，不僅是封裝成本浪費，但更重要的是，在公司

形象的潛在損失，然後公司經營將相當危險（Lin et al., 2010）。IC 封裝公司提供半導體封

裝（和/或測試）服務，以半導體產品在通信，計算，消費電子，汽車和工業終端市場的

應用。他們的服務往往是定制客戶個性化的需求。與許多 IC 封裝企業的市場，如何選擇

正確的合作是對誰使供應商的選擇決定了企業的管理主要關注的問題之一（Kang and Lee, 

2010）。 

    圖 1 為新微電子元件完整的設計流程，IC 設計公司扮演著協調中心來完成整個設計

周期。從規劃設計、光罩準備、製造條件、封裝和測試到發佈量產通知 (Cheng et al., 2012）。

首先 IC 設計公司揭開設計專案序幕，用語言性描述新元件，包含模擬功能以確保精確設

計。然而這元件將包含從矽智財權供應商的 IP 和代工服務公司的設計規則定義，去完成

第一階段和產生圖形設計文件給光罩公司。光罩公司則建立安全管道接收設計檔案和準備

實物光罩之前開始設計驗證，因光罩成本高。當製程技術先進圖形設計檔案資料量越大，

一個高效和安全的管道是資料傳輸的關鍵。一旦光罩準備工作完成和製作光罩，光罩將交

付給代工服務提供者和開始另一階段的工程鍊。它是 IC 設計轉換成實物產品的主要過

程。 

 

圖1  The Operating Scenarios of Engineering Chain    

資料來源：Cheng et al.（2012） 

二、 供應商評選 
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    如今半導體行業變得越來越全球化的競爭，一個公司生存並獲得合理的利潤有良好

的供應鏈關係是必不可少的。因素的優先順序和供應商的排名，可以使決策者在供應商的

評價和選擇決策時，提供建議或參考（Kang and Lee, 2010）。一個主要方面是選擇正確來

源的供應商，在全球商業環境可以降低經營風險和成本。半導體產業已經合併製程內的上

游和下游的合作廠商成為整個半導體產業鏈（Cheng et al., 2009）。隨著企業越來越依賴於

供應商，在選擇供應商的決策不佳，直接和間接的後果將變得更加關鍵。頻繁地改變全球

供應商在當前全球化與競爭的市場中並不可行，因此，這應非常精確完成選擇供應商（Chan 

et al., 2008）。在 Ho et al.（2010）及 Chai et al.（2013）研究中蒐集探討西元 2000 年到 2012

年間出現在國際期刊中，所有供應商選擇與評選多準則決策方法的相關文獻。Chen et al. 

（2006）使用了 Fuzzy TOPSIS 的方法來處理定性以及定量準則兩者的排序及選擇有效合

適的供應商。Kahraman et al.（2003）應用 FAHP 來選擇最佳的供應商，決策者可以使用

語言變量在每個重要的評選準則上。Chan and Kumar（2007）使用模糊延伸層級分析法

（Fuzzy Extended Analytic Hierarchy Process, FEAHP）來選擇供應商，在這種方法中，三

角模糊數和 FEAHP 方法被用來呈現決策者比較判斷和決定最終不同準則的優先順序。

Shaw et al. （2012）使用 FAHP 和 Fuzzy Linear Programming 等方法來開發低碳排放的

供應鏈，用 FAHP 來計算準則的權重，再用 Fuzzy Linear Programming 來找出最佳的解決

方案。Chan et al.（2008）裡討論 FAHP，在目前商業模式裡的全球供應商選擇，可以有效

率的解決定性和定量的決策因子，三角模糊數是被用來轉換不同語言比較的決策準則、次

準則和解決方案的表現。Sen et al.（2010）是用 FAHP 及 Max-Min Approach 以土耳其的

電子業為例來預審供應商資格及預先選擇決策標準的權重。Kang et al.（2010）使用模糊

層級網絡分析法（Fuzzy Analytic Network Process, FANP）針對台灣半導體的 IC 封裝供應

商選擇，提供決策者一套供應商選擇標準的優先順序及供應商選擇程序的供應商排序。

Cheng et al.（2009）先使用模糊德爾菲法（Fuzzy Delphi method, FDM）來選擇關鍵的評

選準則，再用 FAHP 來計算每個評選準則的權重，以用來評選台灣半導體晶圓製造廠的晶

圓材料供應商。Kang and Lee（2010）使用 AHP 和 DEA（Data Envelopment Analysis）來

評估 IC 封裝廠的績效，DEA 用來評估定性因素，結果用來轉換成兩兩成相比較的 AHP

分析，而定量因素評估也是用 AHP 分析。Lin et al.（2010）是以台灣半導體產業的 Wafer 

Test 為例，先使用 ISM（Interpretive structural modeling）方法再用 ANP 來排序所有解決方

案的績效可供評估決策。 

參、研究方法 

一、 供應商評選標準與要素 

    因本研究是以半導體產業及跨區域的全球化供應商為研究背景，即以電子、

半導體及全球化供應商產業相關文獻所提出的評估標準及圖 1 為依據，整理出 IC 設計

在各階段所衍生出的供應商評核要素如表一所示。表二(參考 Chan et al., 2008；Kang and 
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Lee, 2010；Lin et al., 2010)及表三(參考 Chan et al., 2008；Kang and Lee, 2010；Lin 

et al., 2010)兩表參考相關文獻定義說明各主標準及評選要素。 

表一  供應商評估與選擇標準彙整 

標準 要素 

總成本（B1） 加工成本，總運輸成本，關稅和稅金，維護成本。 

品質水準（B2） 
品質信賴度，回貨率，異常率，產品失效分析與矯正能力，交期

準確度。 

服務水準（B3） 
客戶需求回應時間，資訊服務平台，交期及產能配合度，技術與

研發支援，產品多樣性。 

技術能力（B4） 
新產品開發計劃，新技術開發能力，製程創新能力，製程技術，

生產設備與產能。 

供應商背景（B5） 財務狀況， IT 技術設備，市場信譽，客戶群，地理位置。 

 

表二  供應商評估標準定義說明 

標準 定義說明 

總成本

（B1） 

成本直接影響一個組織的獲利，它在評選供應商的過程影響最大。在現今供應鏈全

球化的趨勢上，不能再單指產品的加工成本或是原物料採購成本。需考慮到關稅、

運輸費用、文件成本、溝通成本及調查潛在供應商過去財務及背景的成本等等。 

品質水準

（B2） 

品質標準表示加工廠的品質績效狀況。加工廠的品質績效將直接影響產品品質，產

品品質水準是公司重要的競爭力。在供應鏈全球化的趨勢，跨國供應商的品質水

準，是很重要的評選標準。 

服務水準

（B3） 

此標準是表示供應商的服務績效水準。供應商的服務水準是直接影響雙方的配合作

業效率。在供應鏈全球化的趨勢，跨國供應商的服務水準，將影響新產品開發及推

出時間。 

技術能力

（B4） 

供應商的技術能力將影響到新產品的開發週期及成功率。直接影響新產品的上市時

間，讓公司增加市佔率及營收。另外可降低開發成本。 

供應商背

景（B5） 
這因素關係到是否可以與供應商長期穩定配合的重要因素。 

 

二、 層級結構圖 

    經本研究整理評選供應商的五個主要標準及二十四項評選要素，將這些標

準及評選要素轉成如圖 2 的層級架構圖。 
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表三  供應商評估要素定義說明 

標準 評核要素 定義說明 

總成本

（B1） 

加工成本（B11） 
每顆 IC 的封裝測試加工單價，是直接影響產品的單位成本，是評

選加工廠很重要的標準。 

總運輸成本

（B12） 

與中國大陸的供應商配合，總成本不僅計算其產品單位成本，還

需包含原材料及半成品的運輸費用。 

關稅和稅金

（B13） 

與中國大陸的供應商配合，總成本不僅計算其產品單位成本，還

需包含原材料及半成品的進出口關稅及當地政府的稅金。 

維護成本（B14） 

為維持與中國大陸的供應商配合，需花費的駐廠人員、定期品質

稽核、調查潛在供應商的背景及過去績效、溝通協調成本及文件

等等成本，均須列入計算及考量。 

品質水

準（B2） 

品質信賴度

（B21） 

供應商的加工品質需考量到耐用度及可靠度，需做一系列的可靠

度試驗，來確認供應商的品質信賴度。 

回貨率（B22） 供應商的加工回貨率，影響產品的單位成本，即所謂的直通率。 

交期準確度

（B23） 

交期準確度影響成品交付的時間及終端產品的上市時間。延誤交

期一般都會被要求懲罰性賠款或是停線費用。 

異常率（B24） 
加工異常會間接影響到交期，需要花額外的人力及資源來處理及

解決異常問題，間接的增加了費用及成本。 

產品失效分析與

矯正能力（B25） 

產品失效需用最短時間分析出原因，方能提出對策降低產品失效

導致的損失。供應商的分析能力將影響到分析時間長短及改善對

策的擬訂是否有效，會影響產品上市時間。 

服務水

準（B3） 

客戶需求回應時

間（B31） 

對於客戶特殊需求、工程需求及品質要求供應商的回應時間將會

影響新品開發時間。 

資訊服務平台

（B32） 
資訊服務平台將增加雙方溝通的效益及效率。 

交期及產能配合

度（B33） 

近年客戶發急單的機率越來越高，供應商的交期及產能配合度

高，就表示可搶到訂單的機會就高，供應鏈的競爭力自然就提升。 

技術與研發支援

（B34） 

供應商提供專業的技術與研發支援，將可使新品開發時間縮短、

易於生產、提升品質及開發出更符合顧客需求的產品。 

產品多樣性

（B35） 

供應商封裝產品多樣性有利於縮短新產品的開發時間及開發成

本，可以減少請供應商客制化的機會。也可減少配合供應商家數，

降低維護供應商的成本。 

技術能

力（B4） 

新產品開發計劃

（B41） 

供應商的新產品開發計劃是否有符合客戶未來開發新產品的需

求，有利於客戶未來開發新產品。 

新技術開發能力

（B42） 

在產品生命週期越來越短的時代，供應商的新技術開發能力有助

於整條供應鏈的競爭力。 
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生產設備與產能

（B43） 

供應商擁有適當的生產設備等級及數量，才能提供足夠的產能、

優質的品質及合適的價格。 

製程創新能力

（B44） 

供應商能適時配合客戶在製程上做創新，將有助於產能的增加、

穩定的品質及降低加工價格。 

製程技術（B45） 
供應商現有製程技術水準是否符合客戶需求。主要影響產能、品

質及價格。優越的製程技術可提升供應鏈的競爭能力。 

供應商

背景

（B5） 

財務狀況（B51） 
供應商的財務狀況是否穩定，也會影響長期合作的可能性及穩定

性。 

IT 技術設備

（B52） 

在資訊時代，IT 技術設備將會提升合作的效率。供應商的 IT 技術

設備是否符合需求，直接影響工程開發的進度。 

市場信譽（B53） 供應商在市場的風評及信譽是初步而簡單的評選依據。 

客戶群（B54） 供應商擁有的客戶群也能很簡單的做為初步評選的依據。 

地理位置（B55） 

供應商的地理位置將影響原物料、半成品及成品的運送時間及運

輸費用，且可能會有進、出口關稅及稅金的發生。群聚效應將有

助於提升供應鏈的競爭力，也可減少運送時間及費用。 

 

 
圖 2  IC設計業評選供應商之要素層級結構圖    
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B2 

品質信賴度 
B21 
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資訊服務平台 
B32 

交期及產能配
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技術與研發支
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劃  B41 

新技術開發能
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能  B43 

製程創新能力  
B44 

製程技術 B45 

供應商背景  
B5 

財務狀況 B51 

IT技術設備  
B52 
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B53 

客戶群 B54 

地理位置 B55 



8 
 

三、 建立模型 

    參考 Dalalah et al.(2011）、Chang et al.(2011）、Mehregan et al.（2014）及 Keskin

（2015），本研究 Fuzzy DEMATEL（Fuzzy The Decision-Making Trial and Evaluation 

Laboratory）方法的實施步驟說明如下： 

(1)  定義專家小組及評核標準 

    影響某些系統標準可以通過文獻回顧來決定，集思廣益專家意見等。此外，有必

要形成一個專家小組，為相關問題提供了群體知識。 

(2) 建立模糊成對比較矩陣 

    成對比較矩陣的評價標準，在步驟（1）已確定了成對比較矩陣，提交給專家。然

後，成對比較準備通過專家的影響程度分配給矩陣的每個單位。在本文中模糊的尺度

分成五種尺度的影響（沒有影響、非常低的影響、低的影響、較高的影響和極高的影

響）。每個語言術語都有其相應的正三角模糊數（Triangular Fuzzy Numbers, TFN）。

所施加的模糊標準尺度包括其語言術語及它們相應的正三角形數，如表四所示。 

    TFN 可以由（Ɩ, m, u）三個數表示，其中 Ɩ ≤ m ≤ u 。假設 ãij = (Ɩij, mij, uij )是表

示為專家認為要素 i對要素 j的影響程度。 

(3)  建立初始直接關係模糊矩陣 

接下來需要使用公式（3.10）來獲得評估專家喜好的平均值： 

z̃ =
(z̃(1)⨁z̃(2)⨁⋯⨁z̃(k))

p
                           （3.10） 

然後，匯總模糊矩陣產生矩陣（3.11）如下： 

                   z̃(k) =

[
 
 
 
 0 z̃12

(k)

z̃21
(k)

0

⋯ z̃1n
(k)

⋯ z̃2n
(k)

⋮ ⋮

z̃n1
(k)

z̃n2
(k)

0 ⋮
⋯ 0 ]

 
 
 
 

, k = 1,2,… , p            （3.11） 

這矩陣被稱為初始直接關係模糊矩陣（initial direct-relation fuzzy matrix），其

中z̃ij = (Ɩij, mij, uij )是三角模糊數，和z̃ij = (i = 1,2, … , n ) 將被視為三角模糊數（0,0,0）

隨時。 

表四 語言術語和模糊數之間的對應關係 

資料來源：Chang et al.（2011） 

 

評估尺度 模糊語意 模糊數（Ɩ, m, u） 

0 沒有影響 (0, 0, 0.25) 

1 非常低的影響 (0, 0.25, 0.50) 

2 低的影響 (0.25, 0.50, 0.75) 

3 較高的影響 (0.50, 0.75, 1.00) 

4 極高的影響 (0.75, 1.00, 1.00) 
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(4) 解模糊化 

    由於所得專家意見已轉為模糊值，所以必須透過解模糊化的方法，轉換成非模糊

值。依據 Buckley（1985）提出之重心法（COA），對三角模糊數解模糊化，找出最佳非

模糊績效值（BNP）或最佳明確值，即求出每一標準跟要素之明確權重，優點為客觀性

無需加入決策人員的偏好。計算方式如公式（3.12）： 

BPNi = [(Ui − Li) + (Mi − Li)] 3 + Li⁄                 （3.12） 

(5) 建立標準化直接關係矩陣 

經過標準化的初始直接關係矩陣，我們獲得標準化直接關係矩陣X̃使用： 

  X(k) =

[
 
 
 
 
 ０ X12

(k)

X21
(k)

０

⋯ X1n
(k)

⋯ X2n
(k)

⋮ ⋮

Xn1
(k)

Xn2
(k)

０ ⋮

⋯  ０]
 
 
 
 
 

 ∀k = 1,2,… , p           （3.13） 

          X = z̃/λ                                    （3.14） 

                  λ = max(max1≤i≤n ∑ z̃ij ,
n
j=1 max1≤j≤n ∑ z̃ij

n
i=1 )          （3.15） 

(6) 建立總影響關係矩陣 

    將標準化後矩陣計算標準與要素間的直接與間接的影響關係。應用馬可夫鍊的觀

念求得最後標準與要素間的總影響關係矩陣 T。要素之間的影響會受到本身及其他要素

的直接與間接的綜合影響，因此當達到無限次的影響時，矩陣影響值為 0 將會達到穩

定的狀態即limw→∞[X]w = 0
 
，亦即獲得總影響關係矩陣 T，如公式（3.16）。 

T = limw→∞(X + X2 ⋯+ Xw) = X(I − X)−1         （3.16） 

其中 I 為單位矩陣。 

(7) 建立中心度與關聯度 

    將總影響關係矩陣 T 的每一列與每一行分別做加總，即可獲得每一列的總和Di值

和每一行的總和Ri值。其中Di值表示該要素直接或間接與其他要素之影響程度大小，Ri

值表示該要素被其他要素影響的程度大小。而(Di + Ri)稱為中心度（Prominence），表

示此要素特性影響及被影響程度，根據此值可顯示該要素特性 i在要素間的關係強度。

(Di − Ri)稱為關聯度（Relation），表示要素特性影響及被影響的差異程度，可顯示要

素特性 i 在要素間歸屬的因果程度，如標準（D－R）是正值，表示標準是原因（操縱）

類（cause (driving) group），它的績效會影響整個系統的目標，此標準應該付出更

多的注意；如標準（D－R）是負值，表示標準是影響（相關）類（effect (dependent) 

group）。Ri
值與Di

值的計算為公式（3.16）及公式（3.17）。 

Di = ∑ tij       (i = 1,2, …n)n
j=1                  （3.17） 

Ri = ∑ tij
n
i=1        (j = 1,2, …n)                 （3.18） 

(8) 建立因果圖 

    因果圖以(Di − Ri)為縱軸表示關聯度，(Di + Ri)為橫軸表示核心作用程度。 
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肆、研究結果 

一、 分析評選標準及評選要素影響關係度 

    經過十三位專家提供的問卷意見做分析，依 FDEMATEL 資料分析步驟於本研究實行

影響關聯度數據及關聯圖結果如表五~表十所示。 

從圖 4供應商評選標準因果圖可以看到，標準技術水準 B4在（D＋R）及（D－R）的

數值都是最高，分別是 13.4732及 0.3129，可以判斷技術水準是影響其它標準程度最大

也是最重要的標準，接下來是品質水準跟總成本分別是第二、三名。圖 5總成本標準下的

要素因果圖，很明顯的加工成本 B11的（D＋R）及（D－R）數值最大，（D＋R）及（D－R）

數值分別是 7.7971及 0.6979，可以判斷加工成本是影響其它總成本要素程度最大也是最

重要的要素。圖 6品質水準標準下的要素因果圖，品質信賴度 B21是影響品質水準標準下

的其他要素程度最大也是最重要的要素，（D＋R）及（D－R）的數值分別是 13.5232及 0.4868，

而回貨率是影響其他要素程度第二大的要素，其（D＋R）及（D－R）的數值分別是 12.6888

及 0.3458。圖 7服務水準標準下的要素因果圖，技術與研發支援 B34是影響服務水準標

準下的其他要素程度最大也是很重要的要素，（D＋R）及（D－R）的數值分別是 9.8313及

0.2120，而交期與產能配合度 B33是影響程度第二大的要素。圖 8技術能力標準下的要素

因果圖，製程創新能力 B44是影響技術能力標準下的其他要素程度最大也是最重要的要素，

（D＋R）及（D－R）的數值分別是 20.3753及 0.6358，第二影響要素是新技術開發能力

B42。圖 9供應商背景，財務狀況 B51是影響技術能力標準下的其他要素程度最大也很重

要的要素，（D＋R）及（D－R）的數值分別是 11.5005及 0.7488，市場信譽 B53排名第二。

在服務水準下的客戶需求回應時間 B31雖（D＋R）值是服務水準下的其它要素最大的雖是

重要程度很大，但是（D－R）負數表示被其它要素所影響，而供應商背景標準下的客戶群

B54也是一樣。 

表五 供應商評選標準之影響關聯度數據 

 

表六 供應商評選總成本要素之影響關聯度數據 
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表七 供應商評選品質水準要素之影響關聯度數據 

 

 

表八 供應商評選服務水準要素之影響關聯度數據 

 
 

表九 供應商評選技術能力要素之影響關聯度數據 

 

 

表十 供應商評選供應商背景要素之影響關聯度數據 

 

    
     圖 4 供應商評選標準因果關係圖          圖 5  總成本要素因果關係圖 
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      圖 6 品質水準要素因果關係圖          圖 7  服務水準要素因果關係圖 

  

     圖 8 技術能力要素因果關係圖          圖 9 供應商背景要素因果關係圖 

伍、研究結論與建議 

本研究依據彙整出五個評選供應商標準及 24 個要素採用 FAHP 及 FDEMATEL 請

IC 設計業內的 13 位專家，針對各標準及要素成相比較給予權重及關聯性比較權重。取

得專家的相關權重意見後，先利用 FAHP 的分析步驟得出在標準中品質水準得到最高

權重為 0.3597，總成本標準得到 0.3155 為第二高的權重，這兩個標準的權重值加總已

高達 0.6752，可見台灣 IC 設計公司評選大陸封裝測試廠時還是重視品質與成本的表準。

而在層級串聯後加工成本要素得到在全部要素裡最高的權重，權重值為 0.1725；品質

信賴度為第二高的要素，權重值為 0.1501。前 9 名的要素皆為總成本及品質水準底下

的要素，表示 IC 設計公司欲評選封裝測試廠可著重於這兩個標準及底下的 9 個要素去

評選封裝測試廠。再利用 FDEMATEL 的分析步驟，來分析專家提供的關聯性權重，在

5 個標準裡，技術能力標準得到了最高的權重，（D＋R）及（D－R）值分別得到了 13.4732

及 0.3129，這表示了技術能力跟其它 4 個標準關聯性最高，重要性也最高，要得到供

應商其它標準好的績效，需先改善或要求供應商要有好的技術能力，可得到的效果最

佳，接下來的排名分別是品質水準跟總成本。而在技術能力、品質水準及總成本下的

要素關聯性分析，製程創新能力是技術能力標準下關聯性最高，重要性也最高的要素，

（D＋R）及（D－R）值分別得到了 20.3753 及 0.6358，這表示要得到供應商技術能力
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標準的績效，則改善或要求供應商要有製程創新能力，可得到的效果最佳；品質信賴

度是品質水準標準下關聯性最高，重要性也最高的要素，（D＋R）及（D－R）值分別

得到了 13.5232 及 0.4868，這表示要得到品質水準標準的績效，則改善或要求供應商要

有品質信賴度，可得到的效果最佳；加工成本是總成本標準下關聯性最高，重要性也

最高的要素，（D＋R）及（D－R）值分別得到了 7.7971 及 0.6979，這表示要得到總成

本標準的績效，則改善或要求供應商的加工成本，可得到的效果最佳。 

    綜合後 IC 設計公司欲評選大陸封裝測試廠，應以供應商的品質水準及總成本做為

最重要的評選標準。而要求供應商改善技術能力是可以大幅改善供應商的品質水準及

總成本等標準的績效。在供應商的製程創新能力又是可以大幅得到供應商的技術能力

績效，供應商品質信賴度及加工成本亦是如此。 

    本研究結論可供台灣 IC 設計公司評選大陸封裝測試供應商參考外，還可以提供予

台灣封裝測試供應商做為客戶滿意度績效的改善要素，以取得更多 IC 設計公司的認同

增加與大陸同業的競爭力。 

    本研究只針對封裝測試廠評選標準及要素做研究，後續可做的延伸研究議題說明：

IC 設計公司因專精的研發產品的應用領域不同有分許多類型的 IC 設計公司，如有記憶

體 IC、類比 IC、微元件 IC 及邏輯 IC。而生產這些種類的 IC 所對封裝測試加工廠的要

求自然有些許的不同，所以評選的標準及要素也可能會有不同。後續可進行單一產品

類別的專家進行供應商評選標準及要素的分析，再將得到的評選標準及要素權重套入

個案公司的供應商評選實績，來篩選合適的供應商。 
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